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Beschreibung 

Technisches Gebiet 

Die Erfindung betrifft Verfahren zur selekriven Abschei- 5 
dung einer Metallschicht auf der Oberflache eines Kunst- 
stoffsubstrats gemaB den Ansprucben 1 und 10 sowie ein 
Verfahren zur ortsselektiven Ankopplung einer mehralomi- 
gen polaren Verbindung an die Oberflache eines Kunststoff- 
substrats gecnafi Aospruch 11 . Bevoizugtes Anwendungsge- 10 
biet ist die stromlose Metallisierung von KunststofFsubstra- 
ten. 



Stand der Tbchnik 
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Die Metallisierung von Kunststoffen erfolgt heute vor- 
wiegend galvamscb. Man unterscheidet das Aufbringen von 
bis zu einigen zehn Mikrometer dicken Zwischen- und 
Oberschicbten, die in der Kegel elektrocbemisch erfolgt und 
die sogenannte Grundmetallisierung. Dabei entsteht eine er- 20 
ste diinne und zunaehst schlecht, mit wachsenoer Dicke bes- - 
ser leitfahige Schicht auf dem elektrisch isolieronden 
GrundmateriaL Fur die Grundmetallisierung werden Uber- 
wiegend auBenstromlose Galvanikbader eingesetzt Bei der 
Abscheidung reagieren im Bad vorhandene Metallionen nrit 25 
einem ebenfalls im Bad enthaltenen Reduktionsmittel Das 
Bad ist derartig stabilisiert, dafi in einem geeigneten Bereich 
von Temperatur und PH-Wert die Reaktion unterbleibt. 
Durch einen Katalysator auf der zu metallisieronden Ober- 
flache lauft die Reaktion nur im oberflachennahen Bereich 30 
ab und die Metallionen werden reduziert Als Katalysator 
dienen bevorzugt Edebnetallatome, insbesondere Palladiu- 
matome, die zuvor auf die Oberflache gebracht werden miis- 
sen. Dieser Schritt wild als Bekeimung bezeichnet 

Zur Abscheidung von Palladium auf Kunststoffbberfla- 35 
chen werden in crster Linie kolloidale und ionogene Verfah- 
ren eingesetzt Bei Verfahren nrit kolloidalen Badern lag em 
sich kleine Partikel atomaren Palladums, geschiltzt durch 
eine SoCL^-HOUe (Kolloid), an die KunststoffoberflSche 
an. In ionogenen BSdern werden Palladiumionen an die 40 
Oberflache angelagert und anschlietiend reduziert Beide 
Verfahren sind in dieser Form nicht ortsselektiv und erf or- 
dem eine chemische Modifizierung des Kunststoffs durch 
aggressive Atzschritte. Weitere Verfahren zur Metallab- 
scheidung aus Badern beruhen auf dem Kontakt der Kunst- 45 
stotfbberrlache mit einem reduzierenden Medium. Die so re- 
duzierte Oberflache des Kunststoffs kann danach selbst Me- 
tallionen aus einem anderen Bad reduzieren. Prinzipiell ist 
auch dieses Verfahren nicht ortsselektiv und es erfordert 
weitere Zwischenschritte, urn eine stnikturierte Metallab- SO 
scheidung zu erzielen. 

Ortsselektive oder partieUe Beschichtungen konnen 
durch Additiv- oder Subtraktivverfahren realisdert werden. 
Bei letzteren wird zunachst die gesamte Oberflache mit der 
Beschichtung versehen und anschliefiend die mcfat bendtig- 55 
ten Teilflachen wieder von der Schicht befreit. Zur Be- 
schichtung dienen beliebige, ganzflachig wirkende Verfah- 
ren. Die Ortsselektivitat wird uber eine zuvor partiell aufge- 
tragene Trennschicht oder eine nachtraglich aufgebrachte, 
Teile der Oberflache abdeckende Atzmaske, erzielL Diese 60 
Verfahren bringen einen sehr hohen Verbrauch an Material 
fur Trennschichten und Atznrittel, aber auch von Metallisie- 
rungsbadem nrit sich, daB die Metallschicht vor der Struktu- 
rierung ganzflachig aufgebracht wird. Problematisch ist 
weiterhin die Behandlung des Abfalls der Atz- beziehungs- 65 
weise Abtragsprozesse. 

Die meisten Subtraktivverfahren verwenden Photolacke, 
die nach den entsprechenden Belichtungs- und Atzschritten 



entweder die bereits aufgetragenen Substanzen ortsselektiv 
abdecken oder gezielt Teile der Oberflache fur die Abschei- 
dung der Substanzen freigeben. Bei einer Weiterentwick- 
lung dieser Verfahren wird nicht die Gesamtdicke der Be- 
schichtung aufgebracht und auf Ibilflachen wieder entferot, 
sondem das Subtraktivverfahren nur auf eine dunnere 
Grundschicht angewendet, die erst danach an den verblei- 
benden Ste lien verstSrkt wird. Additiwerfahren benfitigen 
bringegen eine ortselektive Abscheidung der Schicht, sind 
jedoch grundsatzlich aufgrund des geringeren Verbrauchs 
von Schichtmaterial und ProzeBmedien, insbesondere von 
Atz- und SpUlflUssigkeiten, zu bevorzugen. Man unterschei- 
det Positiv- und Negati vverf ahren, je nachdem ob die zu be- 
schichtende leilflache oder die nicht zu bescrrichtende Urn- 
gebung selektiv behandelt wurde. Bei einem bekannten Ad- 
ditiwerfahren wird eine paUadiumhaltige Precursor- Sub- 
stanz auf den Kunststoff aufgetragen, die anschliefiend orts- 
selektiv so zersetzt wird, daS auf der Oberflache metalli- 
sches Palladium entsteht. Das Zersetzen des Precursors 
kann thermisch oder durch Bestrahlung erfolgen. Danach 
muE die nicht zersetzte-Preetjr^r-Substenz von den nicht 
behandelten Teilflachen entfemt werden, ohne das an den 
behandelten Stellen abgeschiedene Palladium zu entfernen. 
Durch das ganzflachige Beschichten des KunststofFes nut 
einer paUadiumhaltigen Substanz ist der \ferbrauch des teu- 
ren EdelmetaUs relativ hoch. Zudem muB der aufzutragende 
Precursor fur einen dflnnen und gleichmaBigen Auftrag 
meist in gesundheitssch&ilichen Losungsmitteln gelost sein. 
Ferner ist auch durch Bestrahlung gasfftrmiger Precursoren 
eine Zersetzung nahe der Oberflache moglich, Probleme be- 
stehen bei diesen Verfahren aufgrund der Streuung der zer- 
setzten Molekule in unbestrahlte Bereiche und durch nicht 
erwunschte Abscheidung etwa auf Einkoppelfenstern fur die 
Strahlung. Zudem ist der technische Aufwand fur die Bereit- 
stellung der entsprechenden ProzeBatmosphare (Pumpen, 
Rezipienten, etc.) sehr hoch. Wichtigstes Ziel bei der Be- 
schichtung von Substraten ist stets eine gute Haftung von 
Grundmaterial und Deckschicht Es ist ublich, glatte Sub- 
strate vor der Beschichtung aufzurauhen, um eine grdBere 
Flache zur VerfUgung zu stellen, auf der Wechselwirkungs- 
krafte zwischen den beiden Materialien wirken konnen. 
ObercHes stellt ein definiert ungleichmMBig deformiertes In- 
terface ein Hindernis dar, damit sich Storungen der Haftung 
oder Schichtspannungen nicht fiber eine grSBere Flache aus- 
breiten und zu Abrifi (Haftungsversagen) fiihren konnen. 

Kunststoffoberflachen zeigen in der Regel ein hydropho- 
bes und chemisch inertes Verhalten. Dies macht die Ab- 
scheidung von Substanzen auf Kunststoffoberflachen mit- 
tels flUssiger Ldsungen schwierig bis unmtiglich. Zur Metal- 
lisierung von Kunststoffen mussen jedoch als Katalysator 
fur das stromlose Metallisierungsbad eine diinne Lage oder 
gleichmaBig verteilte Inselatome aus einem Edelmetall wie 
beispi els weise Palladium aufgebracht werden. 

Nach Stand der Tbchnik in der Kunststoffmetallisierung 
werden Substrate aus Acrymitril-Butadien-Styrol (ABS) in 
einem Bad von heiBer Chromschwefelsaure gebeizt Bei 
dieser Vorbehandlung entstehen Kavitaten, indem eine 
Komponente dieses Zweiphasenpolymers gelost wird Ne- 
ben der oben beschri ebenen Aufrauhung und Flache nver- 
grSBerung treten dabei auch Hinterschneidungen auf, die in 
einer Art DruckknopfeSekt eine Verbindung zwischen 
Schicht und Grundmaterial aiifrechterhaiten konnen. Die in 
nachfolgenden Schritten aufgebrachte Bekeimung wird zu- 
satzlich in den Kavitaten geschiltzt und gent weniger leicht 
durch zwischengeschaltete Spulschritte verlorea 
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Beschreibung der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
zu schaffen, welches die oben genannten Nachteiie vermei- 
det und mit dem die Bekeirnung einer Kimststoffoberflache 
ortsselektiv voigenommen werden kann. 

GemSB der voriiegenden Erfindung besteht das Verfahren 
zur selektiven Abscheidung einer Metallschicht auf der 
Oberflache eines Kunststoffsubstrats aus fblgenden Verfah- 
rensschritten: 

- man beaufschlagt die zu besctrichtenden Bereiche 
der Oberflache mit elektromagnetischer Strahlung, 

- man erzeugt durch die Beaufschlagung der Oberfla- 
che mit elektromagnetischer Strahlung reaktive Zen- 
tren, 

- man fixiert durch Kontaktierung der Oberflache mit 
einer L5sung einer oder mehrerer Edelmetalrverbin- 
dungen die Edelmetallverbindung an den reaktiven 
funktionellen Gruppen der Oberflache, 

- man schsicbt in einem stromlosen Metallisierungs- 
bad die Metallschicht ab. 
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Wird die Bestrahlung ortsselektiv vorgenommen, so er- 
gibt sich damit eine ortsselektive Abscheidung der Substan- 
zen, Eine ortsselektive Bestrahlung kann unter Zuhflfen- 
ahme einer Maske oder mittels eines schreibenden Licht- 
strahls und bevorzugt eines schreibenden Lasers trahles er- 
folgen. 

Im Sinne dieser Erfindung wird die zu behandelnde Ober- 
flache mit elektromagnetischer Strahlung beaufschlagt. Die 
Energie der Strahlung muB ausreichen, urn in einer dunnen 
Schicht an der Kunststoffoberflache chetnische Vexanderun- 
gen hervorzurufen. Die Dicke dieser modifizierten Schicht 
hangt von der Eindringtiefe der ultravioletten Strahlung ab 
und betragt maximal etwa 200 nm, Es hat sich gezeigt, daB 
sich diese chemischen Veranderungen bevorzugt bei der 
Verwendung von Ultraviolettstrahlung einstellen, wobei die 
chemischen Veranderungen bei einer Welleniange von unter 
320 nm und bevorzugt 222 nm besonders gut ausfallen. 

Es konnte nachgewiesen werden, dafi durch die Beauf- 
schlagung der Oberflache des Kunststoffsubstrats reaktive 
Zentren an der Oberflache geschaffen werden. Innerhalb der 
oben genannten Eindringtiefe werden etwa im Falle von Po- 
lybutylenterephthalat (PBT) bei einer Bestrahlung mit Wel- 
lenlangen unterhalb von 320 nm die Estergruppen des Poly- 
meres aufgespalten. Bei einer Beaufschlagung der Oberfla- 
che in einer sauerstoffhaltigen Atmosphare, und damit auch 
bei einer Bestrahlung an Luft, finden dann Photooxidations- 
prozesse statt Mit Hilfe von XPS-Messungen (X-ray Pho- 
toelectron Spectroscopy) ist eine Zunahme des Sauerstofife 
im Material nach der Bestrahlung nachweisbar. In Derivati- 
sierungsexperimenten, bei denen funktionelle Gruppen se- 
lektiv derivatisiert und nrit in der XPS getrennt nachweisba- 
ren Elementen versehen werden, haben sich Hinweise auf 
die Entstehung von Carbonyl-Gruppen gefunden. Diese sau- 
erstoffhaltigen funktionellen Gruppen kdnnten die oben ge- 
nannten reaktiven Zentren sein. Sie sind wesentlich polarer 
als der unbehandelle Kunststoff. Dies fiihrt zu deutlich ver- 
starkten Wechselwirkungen der modifizierten Oberflache 
mit umgebenden Medien. Dies konnte durch Kontaktwin- 
kelmessungen nachgewiesen werden. Der Kontaktwinkei 
eines Tropfens doppelt destillierten Wassers auf der Kunst- 
stoffoberflache sinkt von 75.8 Grad auf dem unbehandelten 
Kunststoff auf 59.8 Grad nach 5 Minuten Bestrahlung. 
Gleichzeitig steigt der polare Anteil an der Oberflachenener- 
gie deutlich an. Bei Bestrahlung unter reiner Sauerstoffat- 
mosphare ist dieser Effekt noch ausgeprSgter, wShrend bei 



Bestrahlung unter Stickstoff nur geringe Anderungen auftre- 
tea AuBerdem ist die Haftung von Klebstoffen auf der mo- 
difizierten Oberflache im Gegcnsatz zum unbehandelten 
Kunststoff deutlich verbessert 
5 Das erfindungsgemMBe Verfahren laBt sich auch bei ande- 
ren Kunststaffen mit Erfolg einsetzen. In Frage kommen 
zum einen aromatische Kohlenwasserstoffe (Aromate) ent- 
haltende Kunststoffe, bevorzugt Polycarbonat oder auch 
Copolymere aus Acrylnitril-Butadien-StyroL Auch geeignet 
10 sind Kunststoffe aus Polyester und bevorzugt aus Polybuty- 
lenterephthalaL 

Nach der Bestrahlung wird das behandelte Kunststoffieil 
entweder noch in eine Quellosung getaucht urn die Anlage- 
rung der abzuscheidenden Substanzen zu verstarken, oder 
sofort nrit der Losung kontaktiert, die die abzuscheidenden 
Substanzen oder deren Precursoren enthalt. In der Losung 
werden die Substanzen ohne weiteres Zutun an den reakti- 
ven Zentren fixiert Da die reaktiven Zentren nur an den zu- 
vor bestrahlten Bereichen geschaffen wurden, erfolgt auf 
20 diese Weise eine selektive Abscheidung auf den zuvor be- 
strahlten Flachen. . _.. 

Hinsichtlich der abzuscheidenden Substanzen hat es sich 
gezeigt, dafi sich Edelmetallverbindungen, und bevorzugt 
Edelmetallkomplexverbindungen gut an die reaktiven Zen- 
tren der OberflSche fixieren lassen. Bei den genannten \fer- 
bindungen kann es sich speziell urn palladiumhaltige Ver- 
bindungen handeln. Besonders mit Dinatriurntetrachloro- 
pailadat (Na^Vd) wurden gute Ergebnisse erzielL Vorteil- 
haft ist es dabei, die fliissige Losung durch Zugabe von Erio- 
chromschwarz T zu stabiHsieren. 

Je nach Kunststoff kann die Ankopplung an andere reak- 
tive Zentren erfolgen. Denkbar sind polare funktionelle 
Gruppen wie etwa Carbonyl-, Carboxyl-, Hydroxyl-, Pe- 
roxo-, Hydroperoxo-, Amino-, Imino-, Thiol- oder Sufon- 
sauregruppen. Denkbare Mechanismen sind hier elektrosta- 
tische Wechselwirkungen, aber auch Bildung von Komplex- 
oder Wassereton^ruckenbindungen. Neben den oben aufge- 
fuhrten Gruppen konnen sich auch Komplexe mit Phenylre- 
sten oder-derivaten bilden (Sandwichkomplexe oderMetal- 
40 locene). Daneben ist denkbar, dafi eine Abscheidung etwa 
durch eine bessere Benetzung der Oberflache nut dem Lo- 
sungsnrittel beziehungsweise Wechselwirkungen nrit der 
HydrathUUe der gelosten Substanz zustandekommt. Auch 
cine kovalente Kopplung ist moglich, etwa von reaktiven 
45 Hydrazinen an Carbonylgruppen, an die wiederum weitere 
Verbindungen kovalent gebunden werden konnen. 

Entfemt man die die abzuscheidende Substanz enthal- 
tende Losung vom zuvor bestrahlten Kunststoffieil, zum 
Beispiel durch Abtropfen, durch Abspiilen mit einem Lo~ 
50 sungsmittel oder einfaches Verdampfen des Losungsmittels, 
so lafit sich auf den unbestrahlten Bereichen keine Abschei- 
dung der Substanz nachweisen. 

Danach kann das Kunststoffteil weiteren Reaktionen zu- 
gefuhrt werden, etwa im Falle einer Palladiumabscheidiing 
SS einer Metallisierung in einem stromlosen Nickelbad. Die 
Erfindung ermoglicht in diesem Fall die selektive Metalli- 
sierung von Kunststoffoberflachen ohne den Einsatz von 
Vakuumapparaturen, Photo lacken oder gesundheitsschadli- 
chen Losungsmitteln. Der Auftrag eines Precursors oder 
von Zwischenschichten ist nicht nStig. Die Proben mussen 
lediglich selektiv bestrahlt und anschlieBend mit einer be- 
vorzugt wafirigen Losung kontaktiert werden. Das Bekei- 
imingsergebnis mit dem Edelmetali, z. B. mit Palladium, 
fall! besonders gut aus wenn die Edelmetallverbindung was- 
serloslich ist. ffierdurch lassen sich sehr einfach komplex 
und fein strukturierte Beschichtungen auf zwei oder dreidi- 
mensionalen Bauteilen erzeugen. 
Ein besonders gutes Ergebnis lieferte das erfindungsge- 
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mMBe Verfahren zu selektiven Abscheidung einer Metall- 
schicht auf der Oberflache cines Kunststoffsubstrats aus Po- 
lybutylenterephthalar wenn folgende Verfahrensschritte aus- 
gefUhrt wurden: 

- man beaufschlagt die Oberflache eines Kunststoff- 
substrats aus Polybutylenterephthalat mil UltravioLetl- 
strahlung, 

- man erzeugt durch die Beaufschlagung der Oberfla- 
che mit der Ultraviolettstrahlung reaktive Zentren man 
quillt das Kunststoffsubstrat nach der Bestrahlung in 
ciner LSsung an, 

- man fixiert durch Kontaktierung der Oberflache mit 
einer waBrigen Losung einer Palladiumkornplexver- 
bindung die PaUadiuoikomplexverbindung an den re- 
aktiven Zentren der Oberflache, 

- nach derFixierung reduziert man das Kunststoffsub- 
strat nrit drier Ldsung von Dirnethylaminboran, 

- man scheidet in einem stromlosen Metallisierungs- 
bad die Metallschicht ab. 

Die erfindungsgemaBe Bekeimung fiinktioniert ortsselek- 
tiv auch auf glatten Substraten oder Einphasenpolymeren. 
Die Erzeugung von Kavitaten, in denen Edelmetallkeime 
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erne selektive Ankopplung an chemisch modifizierte Grup- 
peo des Grundpolymers, die an der glatten Oberflache vor- 
handen sind. Auch bei einer sehr eingebenden Untersuchung 
der Kunststoffoberflache durch ein Rasterelektronenmikro- 
skop (REM) oder ein Rasteikraftmikroskop (AFM - atomic 
force microscope) konnten keine topographischen odermor- 
phologischen Veranderungen des Polymergrundmaterials 
gefunden weiden. Auf manchen Kunststoffen kann dennoch 
eine Verbesserung der Haflfestigkeit erzielt werden, wenn 
anstelle einer glatten Oberflache ein rauhes Substrat ver- 
wendet wird. Es ist bekannt, bereits beim SpritzguS des 
Kunststofrwerkstucks eine Oberflachenstruktur aufzubrin- 
gen oder nachtragUch eine Aufrauhung, beispielsweise 
durch Sandstrahlen, Atzen oder Laserabtrag, vorzunehmen. 

Tri all am T7X11 AH _i_ • j . . ... 



laren Verbindung an die Oberflache eines Kunststofifeub- 
strats genutzt werden, bei dem Bereiche der Oberflache mit 
clektromagnetischer Strahlung beaufschlagt weiden, bei 
dem in den bestrahlten Bereichen Bestandteile des Grund- 
materials des Kunststoffsubstrats zu reaktiven Zentren urn- 
gewandelt werden, bei dem das Kunststoffsubstrat nach der 
Bestrahlung mit einer flussigen Ldsung der polaren Verbin- 
dung in Kontakt gebracht wird, und bei dem die mehrato- 
mige polare Verbindung ausschlieBIich an die reaktiven 
Zentren ankoppelL Gute Erfolge wurden erzielt mit oigani- 
schen Farbstoffen, besonders mit Rhodamin B, aber auch 
anorganische Verbindungen lassen sich auf die oben be- 
schriebene Weise an die reaktiven Zentren fixieren. Dabei 
ist es moglich, daB die in fliissiger Losung befindliche Ver- 
bindung an den bestrahlten Bereichen reagiert und dort die 
abzuscheidende Verbindung bildet. Wird als polare Verbin- 
dung Kaliumpermanganat (KMn0 4 ) gewahlt, so liegt nach 
der Behandlung in wafiriger Losung Braunstein (MnQz) auf 
der Kiraststoffoberflache vor. 

Ofane Eiiaschrankung des aUgemeinen Erfindungsgedan- 
kens soli das .erfindungsgemaBe Verfahren an Ausfuhrungs- 
beispielen erlautert werden. 

In einem ersten Ausfuhrungsbeispiel wird zur selektiven 
Abscheidung von Palladium eine Probe aus Polybutylenter- 
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Wasser gereinigt AnschlieBend erfolgt die selektive Be- 
strahlung mit 222 nm UV-Strahlung (z. B. mittels einer Ex- 
cimer-UV-Lampe des HcrsteUers Heraeus-Nobielight 
GmbH) mit einer Leistung von 0.68 mW/cm 2 in 10 cm Ent- 
femung von der Lampe, Die Bestrahlung dauert 5 min. Die 
Maskierung kann entweder durch Auflegen einer Maske 
oder durch Auftrag einer lichtundurchiassigen, wasserlosli- 
chen Tinte erfolgen. Die Probe wird anschlieBend in einer 5- 
molaren Losung von NaOH in Wasser 5 min gequollen. Die 
Losung befindet sich auf Zimmertemperatur und wird ge- 
rUhrt Nach Spulen in destiltiertem Wasser wird die Probe in 
eine Losung von 0.03 g NaaCUPd und 0.01 g Eriochiom- 
schwarz T auf 100 ml Wasser getaucht Die Behandlung er- 
folgt bei Zimmertemperatur unter Ruhren und dauert 5 min. 
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mit anderen Beschichtungen eingesetzt werden. Beispieie 
sind Keramiken nrit und obne organische Bindetmttelanteile 
oder Metalle. Durch Bestrahlung mit Photonen ausreichen- 
der Energie, also aus dem Vakuum-UV-Bereich, konnen 
auch bei anorganischen Materialien Bindungen des Grund- 
materials oder der nativen Oxidschicnt aufgebrochen und so 
chemisch aktive Stellen erzeugt werden, Ahnlich wie bei 
KunststoiTwerkstucken kttnnen auch bei beschichteten me- 
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ftobe wird wie in Bei spiel 1 bestrahlt AnschlieBend wird 
die Probe in eine Losung aus 0J5 g KMn0 4 in 100 ml Was- 
ser bei ca. 60 Grad Celsius getaucht Nach 5 min hat sich auf 
den bestrahlten Stellen eine deutlich sichtbare Schicht von 
MnQ2 abgeschieden. Braunstein (MnOi) »t ein gebrauchH- 
cher Katalysator fur Redoxreaktionen. Daher ist eine ortsse- 
lektive Beschichtung mit Braunstein im Hinblick auf alter- 
native Abscheidungsmechanismen (z.B. Polymerisation) 
mteressant 
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nacnenschicht beispielsweise einer Farbschicht, photoche- 
misch aktiviert werden. Neben der Metallisierung konnen 
auch andere nafichemische Beschichtungsverfahren von ei- 
ner ortsselektiv aufgebrachten Bekeimung eingeleitet wer- 
den. Beispieie sind das Auftragen von Farben, Unten oder 
Klebstoffen. 

Weitemin kann das erfindungsgemaBe Verfahren eben- 
falls zur ortsselektiven Ankopplung einer mehratomigen po- 
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wird wie in Beispiel 1 bestrahlt AnschHeBend wird sie in 
eine Ldsung von 0.02 g Rhodanrin B in 30 ml Ethanol ee- 
taucht 5 

Nach 5 min ist eine deutliche, selektive Anfarbung der 
zuvor bestrahlten Bereiche erkennbac Dies zeigt die MQg- 
lichkeit der selektiven Ankopplung bzw. Abscheidung kom- 
plexer organischer Molekfile durch UV-Bestrahlung. Orga- 
nische Molekflle zeigen ein extrem breites Spektrum von Ei- 
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genschaften im Hinblick auf Kornplexbildung, optischen Ei- 
genschaften, physiologische Aktivitat, etc, (Katalysatoren, 
Ionentauscher, Sensoren u.v.m.). Naheliegend ist auch eine 
unmittelbare Ausnutzung der Anfarbung fur dekorative 
Aspekte. 5 

Patentanspriiche 

1 . Verfahren zur selektiven Abscheidung einer Metall- 
schicht auf der Oberflache eines Kunststofi&ubstrats 10 
rait folgenden Merkmalen: 

- man bcaufschlagt die zu beschichtcndcn Berei- 
che der Oberflache mit elektromagnetischer 
Strahlung, 

- man crzeugt durch die Beaufschlagung der is 
Oberflache nrit elektromagnetischer Strahlung re- 
aktive Zentren, 

- man fbriert durch Kontaktierung der Oberflache 
mit einer Ldsung einer oder mehrerer Edelmetall- 
verbindungen die Edelmetallverbindung an den 20 
reaktiven funktionellen Gruppen der Oberflache, 

- man scheidet in einem stromlosen Metallisie- 
rungsbad die Metallschicht ab. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daJ3 man die Oberflache mit Ultra violettstrahlung 25 . 
beaufschlagt 

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB man die Oberflache unter 
Zuhilfenahme einer Maske oder mittels eines schrei- 
benden Laserstrahls mit elektromagnetischer Strahlung 30 
beaufschlagt 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB man die Oberflache eines 
aromatiscben Kohlenwasserstoff enthaltenden Kunst- 
stoffs, und bevorzugt eines Polycarbonate oder eines 33 
Copolymers aus Acrylnitril-Butadien-Sryrols mit elek- 
tromagnetischer Strahlung beaufschlagt 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3 da- 
durch gekennzeichnet, daB man die Oberflache eines 
Polyesters und bevorzugt eines Polybutylenterephtha- 40 
lats mit elektromagnetischer Strahlung beaufschlagt 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB man die Oberflache nrit ei- 
ner oder mehreren wasserldslichen Edelmetallverbin- 
dungen kontaktiert welche sich in einer bevorzugt waB- 45 
rigen Ldsung beflnden. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet daB man eine Edelmetallkom- 
plexverbindung-an die reaktiven Zentren der Oberfla- 
che tbdert 

8. Verfahren nach, Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB man eine palladiuinhaltige Edelmetallkom- 
plexverbindung und bevorzugt IMnatriumtetrachloro- 
palladat an die reaktiven Zentren der Oberflache flxiert 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB man die flflssige Losung 
durch Zugabe von Eriocnromschwarz T stabilisiert 

10. Verfahren zu selektiven Abscheidung einer Metall- 
schicht auf der Oberflache eines Kunststofxsubstxats 
aus Polybutylenterephthalat mit folgenden Merkmalen: 60 

- man beaufschlagt die Oberflache eines Kunst- 
stoffsubstrats aus Polybutylenterephthalat mit Ul- 
traviolettstrahlun", 

- man erzeugt durch die Beaufschlagung der 
Oberflache mit der Ultraviolettstrahlung reaktive fi« 
Zentren, 

- man quillt das Kunststoffsubstrat nach der Be- 
strahlung in einer Ldsung an, 



8 



50 



55 



- man fixiert durch Kontaktierung der Oberflache 
mit einer waBrigen Losung einer Palladiumkom- 
plexverbindung die Palladiumkomplexverbin- 
dung an den reaktiven Zentren der Oberflache, 

- nach der Rxierung reduziert man das Kunst- 
stoffsubstrat mit einer Losung von Dirnemylamin- 
boran, 

- man scheidet in einem stromlosen Metallisie- 
rungsbad die Metallschicht ab. 

11. Verfahren zur orts selektiven Ankopplung einer 
mehratomigen polaren Verbindung an die Oberflache 
eines Kunststoffsubstrais, dadurch gekennzeichnet, 
daB Bereiche der Oberflache nrit elektromagnetischer 
Strahlung beaufschlagt werden, daB in den bestrahlten 
Bereichen Bestandteile des Grundmaterials des Kunst- 
stoffsubstrats zu reaktiven Zentren umgewandelt wer- 
den, daB das Kunststoflsubstrat nach der Bestrahlung 
mit einer fltissigen Losung der polaren Verbindung in 
Kontakt gebracht wind, und daB die mehratomige po 
lare Verbindung ausschliefilich an die reaktiven Zen- 
tren ankoppejt— _ 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die polare Verbindung ein organischer 
Fai^toff und bevorzugt Rhodamin B ist ; 

13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die abgeschiedene Substanz eine anorga- 
rrische ^bindung ist 

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die in flussiger Losung befindliche Ver- 
bindung an den bestrahlten Bereichen reagiert und dort 
die abzuscheidende Verbindung bildet. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die polare Verbindung 
Kauumpermanganat KMn0 4 ist und nach der Ankopp- 
lung in Form von Braunstein MnO^ auf der Kunststoff- 
oberflache vorliegt 



